
2016 年 10 月吉日 
 日本 MID 協会 定例講演会のご案内  主催：日本 MID 協会 拝啓 初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。  日頃は、当協会の活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 本協会は下記の要領で 2016 年度の定例会を開催しますので、ご参加の程よろしくお願い致します。 今年は、MID 関連の樹脂材料、回路設計、回路形成技術、実装技術、アプリケーションに加え、本年は協会として初めて市場調査を実施し調査結果の報告とドイツで開催されたMIDカンファレンスの報告等、盛りだくさん講演を企画しました。 定例講演会終了後には、参加者相互の親睦を深めるため懇親会も行います。こちらも是非ともご参加ください。 皆様の会社、団体の関連部署へのご紹介、ご回覧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具 記 日 時 2016 年 11 月 24 日（木） 10 時より（受付開始 9時） 場 所 東京大学 生産技術研究所 (駒場リサーチキャンパス) An 棟 2F コンベンションホール     東京都目黒区駒場 4丁目 6番 1号 参加費 定例会 (講演会、予稿集、昼食、懇親会参加費用を含む)      - 10101010 月月月月 31313131 日日日日((((月月月月))))までまでまでまで        ：：：：会員企業の方会員企業の方会員企業の方会員企業の方    5,0005,0005,0005,000 円円円円////人、人、人、人、非会員非会員非会員非会員        10,00010,00010,00010,000 円円円円////人人人人         - 11 月 1 日(火)以降   ：会員、非会員問わず 15,000 円/人   ※尚、ポスター展示参加企業につきましては、1名様を定例講演会、懇親会に無料でご招待します。     無料対象の方は、申込書にチェックをお願いします。 申込先申込先申込先申込先    EmailEmailEmailEmail：：：：secretary@jmid.gr.jpsecretary@jmid.gr.jpsecretary@jmid.gr.jpsecretary@jmid.gr.jp    (FAX(FAX(FAX(FAX 番号は番号は番号は番号は廃止しました廃止しました廃止しました廃止しました))))    事前事前事前事前申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日    2012012012016666 年年年年 10101010 月月月月 31313131 日日日日    ((((月月月月))))    ※予稿集や昼食、懇親会の手配の都合上、10月 31 日（月）までのお申込みをお願いします。 振込先振込先振込先振込先    みずほ銀行みずほ銀行みずほ銀行みずほ銀行        久が原支店（振込久が原支店（振込久が原支店（振込久が原支店（振込手数料はご自身でご負担お願いします）手数料はご自身でご負担お願いします）手数料はご自身でご負担お願いします）手数料はご自身でご負担お願いします）                    口座名：「ニホンエムアイデーキョウカイ」口座名：「ニホンエムアイデーキョウカイ」口座名：「ニホンエムアイデーキョウカイ」口座名：「ニホンエムアイデーキョウカイ」        口座番号：（普）１０８９２７５口座番号：（普）１０８９２７５口座番号：（普）１０８９２７５口座番号：（普）１０８９２７５    ※※※※10101010 月月月月 31313131 日までに事前参加を申し込みされた方は、日までに事前参加を申し込みされた方は、日までに事前参加を申し込みされた方は、日までに事前参加を申し込みされた方は、参加申込書送付後に事務局より参加証を送付しま参加申込書送付後に事務局より参加証を送付しま参加申込書送付後に事務局より参加証を送付しま参加申込書送付後に事務局より参加証を送付します。す。す。す。お手数ですが、お手数ですが、お手数ですが、お手数ですが、当日は参加証を印刷の上ご持参願います。当日は参加証を印刷の上ご持参願います。当日は参加証を印刷の上ご持参願います。当日は参加証を印刷の上ご持参願います。        また参加証受領後に参加費をまた参加証受領後に参加費をまた参加証受領後に参加費をまた参加証受領後に参加費を上記振込先宛にお振込みを上記振込先宛にお振込みを上記振込先宛にお振込みを上記振込先宛にお振込みをお願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。    

＜プログラム＞ 受付開始 9:00～ 開会挨拶 10:00～10:10 講演 1 10:10～10:35 MID 市場調査報告 日本 MID 協会 幹事（株式会社図研）               松澤 浩彦氏 講演 2 10:35～11:00 12th International Congress Molded Interconnect Devices(MID 2016 in Germany) 参加聴講報告  東京大学生産技術研究所 付加製造科学研究室        教授 新野 俊樹氏 講演 3 11:00～11:25 3D-MID CAD Nextra & 設計サービス 大英エレクトロニクス株式会社 企画開発部            北郷 和英氏 講演 4 11:25～11:50 触媒失活剤法による新規 MID法の開発 日立マクセル株式会社 開発本部                 朝見 朗子氏 昼食 11:50～13:00 （ポスター展示） 講演 5 13:00～13:25 LDSの信頼性評価の為の一考察（不良事例からの検証） DSM Japan 開発技術本部 電気電子ｸﾞﾙｰﾌﾟ             入部 宏美氏 



講演 6 13:25～13:50 LDS 工法に対応した PPS材料のご紹介 DIC 株式会社 成形加工技術本部 成形加工技術 2G         森 耕太郎氏 休憩      13:50～14:20 (ポスター) 講演 7 14:20～14:45 ﾓｼﾞｭｰﾙ型汎用自動組立装置 SmartFABによる 3D-MID 実装のご紹介 富士機械製造株式会社 ﾊｲﾃｯｸ事業本部 FA開発部 第 2設計課     濱根 剛氏 講演 8 14:45～15:10 超短ﾊﾟﾙｽﾚｰｻﾞｰを用いた MID工法 （地独）岩手県工業技術ｾﾝﾀｰ 機能表面技術部 主査専門研究員    目黒 和幸氏 講演 9 15:10～15:35 LDS材料のﾚｰｻﾞｰｼﾝﾀﾘﾝｸﾞ－MID 技術と AM 技術の融合－ 東京大学生産技術研究所 付加製造科学研究室            孫 允晟氏 閉会挨拶 15:35～15:45 懇親会  16:00～18:00 (ポスター) 
＜ポスター展示出展会社＞ アレントジャパン㈱、ヱビナ電化工業(株)、LPKF Laser & Electronics(株)、三共化成(株)、(株)図研、DSM ジャパンエンジニアリングプラスチックス㈱、日本モレックス(合)、パナソニック(株)、三菱エンジニアリングプラスチックス(株)、他 （50音順)  ○注意事項 ・講演会場内での飲食 (ペットボトルのお茶などを含む) は禁止です。 ・昼食として弁当を用意しています。昼食会場は当日ご案内致します。 ・最新情報は日本 MID 協会のホームページ (http://www.jmid.gr.jp) でご確認下さい。  ○会場へのアクセス 最寄駅 井の頭線 駒場東大前駅より徒歩 10分、池ノ上駅より徒歩 10分     (いずれも各駅停車のみ)  小田急線/東京メトロ千代田線    東北沢駅 (小田急線各駅停車) より徒歩 7分、代々木上原駅より徒歩 12分 ※アクセスマップ http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html ※キャンパスマップ http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/campusmap.html 以上  ･････････････････････････････････  切 り 取 り 線  ････････････････････････････････ 日本 MID 協会事務局宛  Email：secretary@jmid.gr.jp（お手数ですが下記記入後に PDF ﾌｧｲﾙ等でﾒｰﾙ送付をお願いします）  

2016 年 11 月 24 日 日本 MID 協会 定例講演会 参加申込書  会員種別：会員・非会員 （○で囲って下さい） 懇親会 ：参加・不参加 （○で囲って下さい）  □ポスター参加企業の無料招待者(1 名) 請求書 ：希望・不要  （○で囲って下さい）  領収書 ：希望・不要  （○で囲って下さい）  貴社名                    住所〒                    所属                     ご氏名                    TEL                                  FAX                                E-mail                       


